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© Stapelanordnung fur zwei Halbleiterspeicherchips 

@ Ein erster Leadframe (LF1) wird auf einen Halbleiter-* 
speicherchip (HSC) aufgebracht und mit dessen An- 
schliissen (A) verbunden. Ein zweiter Leadframe (LF2) 
wird in entsprechender Weise auf einen zweiten Halblei- 
terspeicherchip (HSC) aufgebracht und mit dessen An- 
schliissen verbunden. Die beiden Halbleiterspeicherchips 
(HSC) werden dann zur Bildung einer Stapelanordnung 
(SO) aufeinander geschichtet, deren AuGenkontakte 
(AK1, AK2) aus einer Seite des Stapels herausragen. 
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Beschreibung 

Miniaturisierung und die Forderung nach einer hohen 
Packungsdichtc sind in alien Bcrcichen der Elcktronik von 
steigender Bedeutung. So haben sich bei den Halbleiterge- 
hausen in den letzten Jahren Gehauseformen durchgesetzt, 
die einerseits imrner kleiner und flacher sind, zum anderen 
auch in Oberflachenmontage kontaktien werden konnen. 
SOGehause, Ball Grid Arrays und Chip Size Packages, die 
haufig auch als Chip Scale Packages bezeichnet werden, 
kennzeichncn dicsen Trend. Spcicherbausteine nehmcn eine 
gewisse Senders tellung ein, denn ihre AnschluBzahl ist ge- 
geniiber Logikbausteinen gering, ihre Anschltisse sind bei 
modernen Bausteinen nicht am Chiprand, sondern im Chip- 
zentrum angeordnet und mit Halbleiterspeicherchips wer- 
den Module fur die verschiedensten Rechneranwendungen 
aufgebaut, bei denen es auf hohen Speicherinhalt ankommt. 
Derarlige Module werden hcute sowohl in ungckapscltcn 
Chips in Drahtkontaktierung aufgebaut oder unter Verwen- 
dung gekapselter Chips in SOBauform. 

A us der DE-197 58 197 A 1 ist eine Stapelanordnung fiir 
zwei Halbleiterspeicherchips bekannt, bei welcher die bei- 
den Halbleiterspeicherchips auf eine flexible Verdrahtung 
aufgebracht und durch einfache Faltung der flexiblen Ver- 
drahtung zu einem platzsparendcn Zweicrstapel urngeformt 
werden, dessen AuBenkontakte an nur einer Seite der Sta- 
pelanordnung ausgebildet sind. Durch diesen Aufbau kann 
dann andererseils eine Vieizahl derartiger Slapeianordnun- 
gen auf einfach ausgebildete Leiterplatten aufgebracht wer- 
den, d. h. es wird eine Einfachbauweise fur Speicherkarten 
bzw. Memory Cards ermoglicht. 

Der im Anspruch 1 angegebenen Erfindung liegt das Pro- 



wahrten Drahtbond-Technik. 

GemaB Anspruch 5 sind die beiden Halbleiterspeicher- 
chips in einfacher Weise iiber einen Kleber zu einem Stapel 
vcrbunden. Bei Verwendung von Bonddrahten werden dicsc 
5 in den Kleber eingebettet und damit sicher geschutzt. 

Die Ausgestaltung nach Anspruch 6 ermoglicht einen si- 
cheren Schutz des im Stapel oben liegenden Halbleiterspei- 
cherchips. Bei Verwendung von Bonddrahten werden diese 
auch hier in die Abdeckung eingebettet und damit sicher ge- 
schutzt. 

Die Ausgestaltung nach Anspruch 7 ermoglicht cine bc- 
sonders einfache Montage der Stapelanordnungen auf einer 
Leiterplatte oder dergl. Je nach dem wie die AuBenkontakte 
gefonnt sind, ist eine liegende Montage, eine schrag uber- 
deckende Montage oder eine besonders platzsparende auf- 
recht stehende Montage der Stapelanordnungen moglich. 

Bei der erfindungsgemaBen Stapelanordnung konnen ge- 
maB Anspruch 8 alle gemeinsamen Anschlusse der beiden 
Halbleiterspeicherchips zusammengefaBt und gemaB An- 
spruch 9 nur die selektiv anzusteuemden Anschlusse der 
beiden Halbleiterspeicherchips einzeln herausgefuhrl wer- 
den. Hierdurch reduziert sich die AnschluBzahl der Stapel- 
anordnung gegenuber der Sumrne zweier Einzelbausteine 
erheblich. Unter den BegrifFen M auf gleicher Hone aus dem 
Stapel hcrausgefuhrt" und "in unterschiedlicher Hohe aus 
dem Stapel herausgefuhrt" in den Anspriichen 8 und 9 wird 
unter "Hohe" der Teilungsabstand zwischen den ersten und 
zweiten AuBenkonlakten verstanden. Bei der AnschluBkon- 
figuration der gemeinsamen AuBenkontakte und der einzeln 
herausgefuhrten AuBenkontakte kann dabei ein einheitlicher 
Teilungsabstand realisiert werden. 

Ein Ausfuhrungsbei spiel der Erfindung ist in der Zeich- 
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blem zugrunde, eine Stapelanordnung fur zwei Halbleiter- nung dargestellt und wird im folgenden naher beschrieben. 

speicherchips zu schafFen, die einerseits kostengiinstig her- Es zeigen: 

gestellt werden kann und andererseits einen noch geringeren 35 Fig. 1 eine Draufsicht auf die AnschluBseite eines Halb- 

Flachenbedarf aufweist, als die aus der DE 197 58 197 Al leiterspeicherchips und einen darauf aufgebrachten ersten 

bekannte Stapelanordnung. Leadframe, 

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daB durch Fig. 2 eine Draufsicht auf die AnschluBseite des anderen 

die direkte Verbindung von zwei Halbleiterspeicherchips Halbleiterspeicherchips und den darauf aufgebrachten zwei- 

mit zwei zugeordneten Leadframes und durch Aufeinander- 40 ten Leadframe, 

schichten der beiden resultierenden Einzelteile ein Zweier- Fig. 3 einen Querschnitt durch eine aus den Anordnungen 

stapel enlsleht, der einerseits besonders einfach hergestellt nach den Fig. 1 und 2 gebildete Stapelanordnung, 

werden kann und der andererseits besonders vorteilhaft Fig. 4 eine Seitenansicht einer mit liegenden Stapelanord- 

beim Aufbau von Speichermodulen eingesetzt werden kann. nungen bestuckten Leiterplatte, 

Die Verbindungsstruktur der beiden Leadframes kann dabei 45 Fig. 5 eine Seitenansicht einer Leiterplatte, die mit schrag 

so ausgestaltet werden, daB alle gemeinsamen Anschlusse uberdeckend monderten Stapelanordnungen bestuckt ist, 

der beiden Halbleiterspeicherchips zusammengefaBt und und 

nur die selektiv anzusteuemden Anschlusse einzeln aus dem Fig. 6 eine Seitenansicht einer Leiterplatte, die mit auf- 

Stapel herausgefuhrt sind. Hierdurch reduziert sich die An- recht stehenden Stapelanordnungen bestiickt ist. 

schluBzahl des Zweierstapels gegenuber der Summe zweier 50 Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf einen Halbleiterspeicher- 

Einzelbausteine. Die Flache, die ein erfindungsgemaBer chip HSC und einen ersten Leadframe LF1, der iiber eine er- 

Zweierstapel flach eingebaut einnimmt, kann vergleichbar ste Klebefolie KF1 auf die AnschluBseite des Halbleiter- 

mit einem Einzelgehause sein. Da aber zwei Halbleiterspei- speicherchips HSC aufgeklebt ist Der Halbleiterspeicher- 

cherchips enthalten sind, ist der Flachenbedarf sogar gerin- chip HSC besitzt insgesamt 28 Anschlusse A, von welchen 

ger als bei einem Chip Size Package. 55 26 in zwei sich parallel gegenuberliegenden Reihen in der 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemaBen Sla- Chipmitte angeordnet sind. Die restlichen zwei Anschlussen 

pelanordnung gehen aus den Anspriichen 2 bis 9 hervor. A sind in der Draufsicht gemaB Fig. 1 in der Mitte des lin- 

Die Ausgestaltung nach Anspruch 2 rnit den im Chipzen- ken Chiprandes und in der Mitte des rechten Chiprandes an- 
trum angeordneten Anschlussen, die auch als Inboard Pads geordnet. Jedem AnschluB A ist ein erster InnenanschluB 
bezeichnet werden konnen, ermoglicht eine besonders ein- 60 IA1 des aufgeklebten ersten Leadframe LF1 zugeordnet. 
f ache Leiterfuhrung bei den Leadframes sowie eine einfache Von diesen Innenanschliissen IA1 fuhrt jeweils ein erster 
und sichere Verbindung von Leadframe und zugeordnetem Leiter LI zu einem entsprechenden ersten AuBenkontakt 
Halbleiterspeicherchip. AK1 des ersten Leadframes LF1 . Aus Fig. 1 ist auch ersicht- 

Die Weiterbildung nach Anspruch 3 ermoglicht eine si- lich, daB die ersten AuBenkontakte AK1 endseitig iiber ei- 

chere und einfach auszufuhrende Klebeverbindung zwi- 65 nen in Querrichtung verlaufenden Steg ST1 miteinander 

schen Leadframe und zugeordnetem Halbleiterspeicherchip. verbunden sind. In der Draufsicht gemaB Fig. 1 ergibt sich 

Die Weiterbildung nach Anspruch 4 ermoglicht eine si- die Zuordnung der ersten AuBenkontakte AK1 zu den An- 

chere Kontaktierung der Halbleiterspeicherchips in der be- schlussen A des Halbleiterspeicherchips HSC von links 
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nach rechts gesehen wie folgt: 

. Der erste AuBenkontakt AK1 ist dem AnschluB A des 
Halbleiterspeicherchips HSC zugeordnet, der sich in der 
Mitte des linken Chiprandes befindet und bei welchem es 
sich urn einen VSS-, d. h. urn einen Ground- AnschluB nan- 5 
dek. Die nachsten acht AuBenkontakte AK1 des ersten 
Leadframes LF1 sind Anschliissen A des Halbleiterspei- 
cherchips HSC zugeordnet, die mit entsprechenden An- 
schliissen anderer gleicher Halbleiterspeicherchips gemein- 
sam angesteuert werden konnen. Der von links gesehen 10 
zehnte AuBenkontakt AK1 ist cinem VCC- AnschluB A, 
d. h. dem AnschluB fur die Spannungsversorgung des Halb- 
leiterspeicherchips HSC zugeordnet, Der von links gesehen 
elite AuBenkontakt AK1 ist wieder einein VSS- bzw. 
Ground- AnschluB A des Halbleiterspeicherchips HSC zuge- 15 
ordnet. Die folgenden acht AuBenkontakte AK1 sind wieder 
gemeinsam ansteuerbaren Anschliissen A des Halbleiter- 
speicherchips HSC zugeordnet Die nachsten acht AuBen- 
kontakte AKl sind selektiv anzusteueraden Anschliissen A 
des Halbleiterspeicherchips HSC zugeordnet. Der von links 20 
gesehen achtundzwanzigste und letzte AuBenkontakt AK1 
ist schlieBlich dem VSS- bzw. Ground-AnschluB A des 
Halbleiterspeicherchips HSC zugeordnet, der sich in der 
Mitte des rechten Chiprandes befindet. 

Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf einen zweiten Halblciter- 25 
speicherchips HSC und einen zweiten Leadframe LF2, der 
iiber eine zweite Klebefolie KF2 auf die AnschluBseite des 
zweiten Halbleiterspeicherchips HSC aufgeklebt ist. Die 
beiden in den Fig. 1 und 2 dargestellten Halbleiterspeicher- 
chips HSC sind im iibrigen identisch ausgebildet. Dement- 30 
sprechend sind auch hier wieder 28 Innenanschlusse IA2 
des zweiten Leadframes LF2 den AnschluBelementen A des 
zweiten Halbl eiterspeicherchips HSC zu g eordnet. Von die- 



sen Innenanschliissen IA2 fiihrt jeweils ein zweiter Leiter 
L2 zu einem entsprechenden zweiten AuBenkontakt AK2 35 
des zweiten Leadframes LF2. Aus Fig. 2 ist auch ersichtlich, 
daB die zweiten AuBenkontakte AK2 endseitig iiber einen in 
Querrichtung verlaufenden Steg ST2 miteinander verbun- 
den sind. 

Die geometrische Form des zweiten Leadframes LF2 ent- 40 
spricht derjenigen des ersten Leadframes LF1 bis auf die 
Teilung der acht zweiten AuBenkontakte AK2, die den se- 
lektiv anzusteuernden Anschliissen A des Halbleiterspei- 
cherchips HSC zugeordnet sind. Die Teilung dieser acht 
zweiten AuBenkontakte AKl, das sind in Fig. 2 von links 45 
gesehen die von zweiter bis zur neunten S telle angeordneten 
zweiten AuBenkontakte AK2, ist genau mitiig versetzt zur 
Teilung der acht entsprechenden ersten AuBenkontakte AK1 
des ersten Leadframes LF1 . 

Bei den vorstehend anhand der Fig. I und 2 beschriebenen 50 
Leadframes LF1 und LF2 handelt es sich um rnetallische 
Formteile, die atztechnisch, stanztechnisch oder auch durch 
Laserstrukturierung hergestellt werden konnen . 

Bei den beiden in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Anord- 
nungen werden die Innenanschlusse LAI und IA2 der beiden 55 
Leadframes LF1 und LF2 mit den zugeordnelen Anschliis- 
sen A der Halbleiterspeicherchips HSC iiber feine Bond- 
drahte verbunden. Diese mit B bezeichneten Bonddrahte 
sind aus Fig. 3 ersichtlich. Aus dem in Fig. 3 dargestellten 
Querschnitt ist ferner ersichtlich, daB die in den Fig. 1 und 2 60 
dargestellten Anordnungen aufeinander geschichtet und zu 
einem Siapel verklebt werden. Das Verkleben erfolgt iiber 
einen elekirisch isolierenden Kleber K, wobei zum Schutz 
der in diesem Kleber K eingebetteten Bonddrahte B in Fig. 3 
nicht erkennbare Distanzhalter verwendet werden. Die 65 
Oberseite der mit SO bezeichneten Stapelanordnung wird 
mit einer Abdeckung AB versehen, welche beispiels weise 
aus Silikonkautschuk besteht. In diese Abdeckung AB sind 



die Bonddrahte B eingebettet, die die Innenanschlusse IA2 
mit den zugeordneten Anschliissen A des oberen Halbleiter- 
speicherchips HSC verbinden. 

Nach dem Verkleben des Stapels und dem Aufbringcn der 
Abdeckung AB werden die seitlich aus der Stapelanordnung 
SO herausragenden AuBenkontakte AK1 und AK2 geformt 
und auf Endfbrmat beschnitten, wobei die aus deh Fig. 1 
und 2 ersichdicheh Stege ST1 und ST2 vollstandig abge- 
trennt werden. Bei der aus Fig. 3 ersichdichen Formung der 
AuBenkontakte AK1 und AK2 werden diejenigen AuBen- 
kontakte AK1 und AK2 zusammengefuhrt und ggf. mitein- 
ander verlotet, die gemeinsamen ansteuerbaren Anschliissen 
A der beiden Halbleiterspeicherchips HSC zugeordnet sind. 
Die iibrigen AuBenkontakte AK1 und AK2, die selektiv an- 
zusteuernden Anschliissen A der beiden Halbleiterspeicher- 
chips HSC zugeordnet sind, werden jeweils einzeln aus der 
Stapelanordnung SO herausgefuhrt und derart geformt, daB 
sie mit den gemeinsamen AuBcnkontakten in einer Rcihc 
liegen. Der in Fig. 3 senkrecht zur Zeichnungsebene verlau- 
fende Teilungsab stand samtlicher AuBenkontakte ist ein- 
heitlich. 

Die aus Fig. 3 ersichtliche Form der aus der Stapelanord- 
nung SO seitlich herausragenden AuBenkontakte AKl bzw. 
AK2 kann je nach der geplanten Montageanordnung auf ei- 
ner Leitcrplatte vcrandert werden. Die Fig. 4 bis 6 zcigen 
verschiedene Formen der AuBenkontakte bei verschiedenen 
Montageanordnungen der Stapeianordnungen SO auf einer 
Leiterplatte LP. Dabei zeigt Fig. 4 eine liegende Anordnung 
der einzelnen Stapeianordnungen SO. Die Fig. 5 und 6 zei- 
gen eine schrag iiberdeckende Anordnung bzw. eine auf- 
recht stehende Anordnung der Stapeianordnungen SO auf 
der Leiterplatte LP. Die Pfeile PF geben in den Fig. 5 und 6 
j eweils die Monta g ereihenfol g e an. 



Aus den Fig. 1 bis 3 geht deutlich hervor, daB die Flache, 
welche die Stapelanordnung SO flach eingebaut einnimmt, 
vergleichbar mit einem Einzelgehause sein kann. Da aber in 
der Stapelanordnung SO zwei Halbleiterspeicherchips HSC 
enthalten sind, ist der Flachenbedarf sogar geringer als bei 
einem Chip Size Package. Die erfindungsgemaB ausgebilde- 
ten Stapeianordnungen SO konnen somit auch als "Double 
Memory Chips Scale Package" bezeichnet werden. 

Abweichend von dem vorstehend geschilderten Ausfuh- 
rungsbeispiel mit einer Ankontaktierung der Halbleiterspei- 
cherchips in Drahtbond-Technik konnen auch andere Tech- 
niken eingesetzt werden. So ist es beispielsweise moglich, 
bei den in den Fig. 1 und 2 dargestellten Leadframes LF1 
und LF2 die inneren Enden der Leiter LI bzw. L2 zu verlan- 
gern und im Verlangerungsbereich als Feinststrukturen aus- 
zubilden. Die durch die Enden dieser Feinststrukturen gebil- 
deten Innenanschlusse konnen dann in Flip-Chip-Technik 
durch anisotropes Kleben, durch Verwendung eines Leitkle- 
bers oder durch Loten direkt mit den zugeordnete Anschliis- 
sen A der Halbleiterspeicherchips HSC verbunden werden. 

Patentanspriiche 

1. Stapelanordnung (SO) fur zwei Halbleiterspeicher- 
chips (HSC), mit 

- einem ersten Leadframe (LF1), der eine Konfi- 
guration von ersten Innenanschliissen (IAl), in ei- 
ner Reihe nebeneinander liegende erste AuBen- 
kontakte (AKl) und eine Gruppe von ersten Lei- 
tem (LI) aufweist, die sich zwischen den ersten 
Innenanschliissen (IAl) und zugeordneten ersten 
AuBenkontakten (AKl) erstrecken; 

- einem zweiten Leadframe (LF2), der eine Kon- 
figuration von zweiten Innenanschliissen (IA2), in 
einer Reihe nebeneinander liegende zweiten Au- 
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Benkontakie (AK2) und eine Gruppe von zweiten 
Leitern (L2) aufweist, die sich zwischen den 
zweiten Innenanschliissen (IA2) und zugeordne- 
ten zweiten AuBcnkontaktcn (AK2) crstrccken; 
wobei 

- der ersten Leadframe (LF1) auf die AnschluB- 
seite des einen Halbleiterspeicherchips (HSC) 
aufgebracht ist; 

- der zweite Leadframe (LF2) auf die AnschluB- 
seite des anderen Halbleiterspeicherchips (HSC) 
aufgebracht ist; 

- die ersten Innenanschlusse (IA1) des ersten 
Leadframe (LF1) mit zugeordneten Anschliissen 
(A), des einen Halbleiterspeicherchips (HSC) 
elektrisch leitend verbunden sind; 

- die zweiten Innenanschlusse (IA2) des zweiten 
Leadframes (LF2) mit zugeordneten Anschliissen 
(A) des anderen Halbleiterspeicherchips (HSC) 
elektrisch leitend verbunden sind; und wobei 

- die beiden Halbleiterspeicherchips (HSC) zu 
einern Stapel derart aufeinander geschichtet sind, 
daB die ersten und zweiten AnschluBkontakte 
(AK1, AK2) aus einer Seite des Stapels herausra- 
gen. 

2. Stapelanordnung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch die Verwendung von zwei gleichen Halbleiter- 
speicherchips (HSC), deren Anschlusse (A) - ggf. mit 
Ausnahme von Ground- Anschliissen (A) - in zwei sich 
parallel gegenuberliegenden Reihen mit Abstand zum 
Chipumfang angeordnet sind. 

3. Stapelanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der erste Leadframe (LF1) auf die 

—AnschluBseite— des— einen— Halbleiterspeicherchips 1 

(HSC) aufgeklebt ist und daB der zweite Leadframe 
(LF2) auf die AnschluBseite des anderen Halbleiter- 35 
speicherchips (HSC) aufgeklebt ist. 

4. Stapelanordnung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Innenan- 
schlusse (IA1, IA2) der beiden Leadframes (LF1, LF2) 
uber Bonddrahte (B) mit den zugeordneten An senilis- 40 
sen (A) der Halbleiterspeicherchips (HSC) verbunden 
sind. 

5. Stapelanordnung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die beiden 
Halbleiterspeicherchips (HSC) uber einen elektrisch 45 
isolierenden Kleber (K) zu einem Stapel verbunden 
sind. 

6. Stapelanordnung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die An- 
schluBseite des im Stapel oben liegenden Halbleiter- 50 
speicherchips (HSC) mit einer Abdeckung (AB) aus 
elektrisch isolierendem Material versehen ist. 

7. Stapelanordnung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die aus dem 
Stapel herausragenden ersten und zweiten AuBenkon- 55 
takle (AK1, AK2) derart geformt sind, daB sie in einer 
gemeinsamen Ebene liegen. 

8. Stapelanordnung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die gemein- 
sam ansteuerbaren Anschliissen (A) der beiden Halb- 60 
leiterspeicherchips (HSC) zugeordneten (AuBenkon- 
takte (AK1, AK2) der beiden Leadframes (LF1, LF2) 
auf gleicher Hone aus dem Stapel herausgefuhrt und je- 
weils paarweise zu gemeinsamen AuBenkontakten zu- 
sammengefaBt sind. 65 

9. Stapelanordnung nach Anspruch 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die selektiv anzusteuernden An- 
schliissen (A) der beiden Halbleiterspeicherchips 



(HSC) zugeordneten AuBenkontakte (AK1, AK2) der 
beiden Leadframes (LF1, LF2) jeweils einzeln und in 
unterschiedlicher Hone aus dem Stapel herausgefuhrt 
sind. 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 



dEST AVAILABLE COPY 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE 19946 431 A1 
H 01 L 25/065 
12, April 2001 



A -f\ 

fA<1 . 



FIG1 

HSC 

— +- 



LI |A1 



A IA1 



Li 






.-y s •? x x 



0- 



IA-1 



mmniiiimiiiiAi 



T 



STVI 



LF1 



FIG 2 



UUlllJllllllJUJJJJJJJii 




it 




/ // W A 




E 



A 



Lz 



BEST AVAILABLE COPY 



102 015/540 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Nummer. 
Int. CI. 7 : 

Often legungstag: 



DE 199 46 4^1 A1 
HOIL 25/U65 
12. April 2001 




